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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC

dans legdocuments ci-dessous.

¢ |Bulletin de la CEI

¢ |Annuaire de la CEI
Publié annuellement

® |Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour réguliérement

Termjnologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportefa a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
nationgf (VEI), qui se présente sous forme de
séparés traitant chacun d'un sujet défini.
complets sur le VEl peuvent etre obtenus sur d

Les terfmes et deflmtlons figurant dans la pres
cation
approu

Symh
Pour lep
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et pour|les’appareils électromédicaux,

sources:
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e |EC Yearbog
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to IEC 50:
), which is
ch dealing
tV will be
Wultilingual

and definitions contained in the prégsent publi-
ave either been taken from the IEV or|have been
etifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and Ietter symbols [and signs
approved by the IEC for general use, readers arg referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |IEC 417: Graphical symbols forl use on
equipment. Index, survey and compilatjon of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

- la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CE|1 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d’'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, |IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQ UE INTERNATIONALE

GUIDE POUR LA CONCEPTION ET L’UTILISATION DES COMPOSANTS

DESTINES A ETRE MONTES SUR DES
ET CIRCUITS IMPRIMES

FREAMBULE

2

)

)} Dans le but d’encourager cette unification internationale, la C E exprimeNe
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent cesrégle g
les recommandations de la CE I dans la mesure ou les condifions nati

$a

On reconnait qu’il est désirable que I'accord international sur ces(qué
nationales de normalisation avec ces recommandatio,
Comités nationaux s’engagent a user de J¢

b3
coamposants et cartes }
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nduveau pr:)l}f:}%
détembre 1966. ¥
de$ Deux Mot

nion tenue & Hambourg en 1966, 3
tobatipn des Comités nationaux suivant la Reégle des

id‘un effort pour harm
conditions nationales le j

judes N° 52 de la C E I: Circuits imy
Groupe de Travail traitant de la compadtibilité entre

CARTES DE CABLAGES

omités d’Etudes
mesure possible

nités nationaux.

5 nationaux ne
ale de ces régles

bniser les régles
ermettent. Les

rimés. 1l est

laquelle un
$ix Mois en

dmis & Papprobation des Comités nationaux suivant In Procédure

Japon
Norvége
Pays-Bas
Royaume-Uni
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Canada SUisse
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Etats-Unis &’ Amérique Turquie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION -

GUIDANCE FOR THE DESIGN AND USE OF COMPONENTS INTENDED
FOR MOUNTING ON BOARDS WITH PRINTED WIRING
AND PRINTED CIRCUITS

EOREMORD
Yoo

all the
htional

1) The formal decisions or agreements of the 1 E C on technical matters, prepared by Technica
Natiofal Committees having a special interest therein are represented, express, as nea
conserjsus of opinion on the subjects dealt with.

2) They Have the form of recommendations for international use and they are accepted b n that

sense.

3) In ordgr to promote this international unification, the I E C expresses the w at g ati gmmittees having as
yet no pational rules, when preparing such rules, should use the I E C recommes : I these
rules in so far as national conditions will permit.

4) The depirability is recognized of extending international agreement pn thése)matters throngh af endeavour to harrhonize
nationdl standardization rules with these recommendations in as’national conditions will permit. The Ndtional
Commijttees pledge their influence towards that end 6 '

This|Report has been prepared : ech pittee No. 52, Printed Circuits. It is based
on propdsals originally prepared 3 ing eating with compatibility between compopents
and printed boards.

A firpt draft wussd at the meeting held in’ Hamburg in 1966, as a result of which a new draft
was subnjitted to the Wdtjona 3 or approval under the Six Months’ Rule in December 1966.
An amen i : fonal Committees for approval under the Two Mohths’
Procedurs

The f i o & picitly in favour of publication:

Netherlands
Norway
South Africa
Sweden
Czechoslovakia Switzerland
Bemmmark Turkey
Finland Union of Soviet Socialist Republics
France United Kingdom
Germany United States of America
Italy Yugoslavia

Japan
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GUIDE POUR LA CONCEPTION ET L’UTILISATION DES COMPOSANTS
DESTINES A ETRE MONTES SUR DES CARTES DE CABLAGES
ET CIRCUITS IMPRIMES

1. Objet

Guider le constructeur, le fabricant et I'utilisateur de composants sur les sujets relatifs 2 la

spécification, 4 la conception, & la production, 4 'approvisionnement et 3 I’application des
composants particuliérement adaptés 4 une utilisation avec des circuits imprimés.

De tels composants doivent contribuer i une conception et
plus fiable des assemblages de circuits imprimés de forme compa

plus efficace et

Sous sa présente forme, ce rapport est destiné aux composants qui doiven e soudés sur les
circuits imprimés.

Note. — Ce rapport de la C E I n’est pas destiné & &tre utilisé

2. Introduction

Un composant * qui doi doit satisfaire
a un certain nombre d’exigencedspécia mettre une fabrication efficiente dle Passemblage
et d’assurer la qualité qui est €xi

e de montage
nce du produit,

de qualité des
‘emballage des
bptées pour les
conventionnels

incipales de la

d) emplacement des trous;

e) type de trou (non métallisé ou métallisé).

La Publication 97 de la CEI: Systtme de grille pour circuits imprimés, et la Publi-
cation 326 de la CEI: Exigences et méthodes de mesure générales concernant les cartes de
cablages imprimés, donnent des informations sur ces caractéristiques.

* Dans ce rapport, le sens de « composant » est le suivant: « Un corps (y compris les systémes de fixation) qui est directement
et individuellement monté sur la carte ».
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GUIDANCE FOR THE DESIGN AND USE OF COMPONENTS INTENDED
FOR MOUNTING ON BOARDS WITH PRINTED WIRING
AND PRINTED CIRCUITS

1. Scope

To give guidance to the designer, manufacturer and user of components on matters relating
to the specification, design, production, supply and application of components particularly suited
for use with printed circuits.

Such components will contribute to more efficient and reliable desi nufactlure of

grinted circuit assemblies of compact form.

In its present form, this Report isintended to be applied to compone Idered

n to printed circuits.

(@]

Mote. — This I E C Report is not intended to be used as a basic specif

2. Introduction
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and wiring surfaces affécts i€ ange of manu-
fdcturing methods tie be

Therefore)\be com-

pfnents, the faging

of components i ssem-

blies using prints ; wiring

edhirements of components are to be appreciated, the primary features pf the

bo4 he\considered A
a board\(single or double clad);
b sions (in particular the board thickness);

¢)| \hole dimensions;

d) hole locations;
e) hole type (plain or plated-through).

Information on these features is contained in I E C Publication 97, Grid System for Printed
Circuits, and I E C Publication 326, General Requirements and Measuring Methods for Printed
Wiring Boards.

* A component in the sense of this report is: “ A body (including fixing devices) that is directly and individually mounted
on the board ”’.
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b))
g)

h)
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D’autres caractéristiques générales qui peuvent influencer la conception du composant sont:

la distance entre les cartes dans certains types d’assemblage de chassis;

le désir d’assurer une utilisation effective de espace (volume aussi bien que surface de la carte)
cOté composant;

la nécessité d’allier la densité de composants & la densité de connexion, afin de réaliser un
assemblage électronique cohérent.

Cependant, les caractéristiques précédentes ne sont qu’une petite partie de toutes les nombreuses

caractéristiques que 'on doit considérer et qui sont indiquées dans ce rapport.

[FON
[\

3. Facteurs relafifs au monfage des composants sur la carte

31  En principe, aucune préparation des composants spécialement
devra &tre nécessaire avant montage (insertion).

Si un composant n’est pas congu exclusivement pour
peut &tre rendu utilisable pour ces derniers en pliant conye
sant est prévu pour servir de connexion réglable, o
détériorer le composant et/ou ses sorties. Bien qwi
Popération de pliage, d’autres méthodes so
doivent &tre satisfaites.

imprimés ne

imprimés, mais
1 si le compo-
s sorties sans
s fils pendant
ns Pannexe A

vra Peffectuer

itage.
if possible de

e la maniére
énce €tre indiquée par une disposition asymétrique des sprties. Si une
des sorties n’est pas possible, on devra alors prévoir les autpes méthodes

A polarité indiquées dans le paragraphe 3.3. Dans tous les cas, il ¢st préférable
ntation\correcte du composant soit détectable de sa forme, de la position flu marquage

nsertion des composants dans la carte, il est essentiel qu’ils soient maintenus fermement en

place pendant qu’on les soude. Ceci peut étre reahse en ut111sant des outillages de montage qui

composants

O
a

se maintiennent d’eux-mémes comme par exemple par les moyens suivants:

a

b)

Les sorties peuvent étre formées et dimensionnées de maniére & entrer 4 force dans les trous
normaux (non applicable aux cartes ayant des trous métallisés; voir aussi le paragraphe 5.9).

Les sorties peuvent étre étudiées pour exercer un effort elast1que dans les trous de montage
(voir aussi le paragraphe 5.10).

Aprés insertion, les fils ou les sorties peuvent &tre écrasés ou rabattus sur Pautre coté de la
carte (voir aussi le paragraphe 5.5).
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3.1

32

33

34

3.5

b))
g)

k)

—9 _

Other general features which may influence component design are:

the distance between boards in some types of chassis assembly;

the desire to secure effective use of the space (volume as well as board surface area) on the
component side;

the requirement to match the component density with the connection density in order to
achieve a coherent electronic assembly.

However, the foregoing features are but a few of the many which need to be considered and

which are set out in this report.

In principle, no preparation of components specially designed for printed
before mounting (insertion).

If a component is not exclusively made for printed wiring app

ctors relating to the mounting of components on the board

essary

usable

for it by bending the wire terminations in the appropriate wa to act
a$ an adjustable bridging connection as well, it should be po ations

ithout damaging the component and/or its terminatiofs. ilst the preferred method is 10 grip
the wires firmly during bending, other methods are uséd apd dix A
should be met.
If| polarizing is necessary for compongnts wi i ; more
of the following:
— component shape, d
— a separate locatin
Identification marks

he the

Al

in

ven where @ jzi
psition of the t€rmi

términations, it should be possible to insert them in thg right
C asymmetrical arrangement of the terminations. If an psym-
erminations is not practicable, then other methods of poldrizing
¥ should be provided. In any case, it is preferable that the correct
o from the shape, position marking or place in the packing.

gomponents into the board, it is essential that they be held ﬁrmly: in place|while

theylare being soldered. This can be arranged by using assembly jigs which will hold the compqnents

= ple in

2 ?

the following ways:

a)

b)

The terminations may be shaped and dimensioned so that they are a force fit into standard
holes (not applicable to mounting on boards having plated-through holes; see also Sub-
clause 5.9).

The terminations may be designed to exert a spring fit in the mounting holes (see also Sub-
clause 5.10).

After insertion, the wires or terminations may be swaged or bent over on the other side of the
board (see also Sub-clause 5.5).
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d) Le composant peut étre muni d’un systéme de montage intégré autre que les sorties.
e) Le composant peut &tre fixé & I'aide de moyens de fixation séparés.
/) 1lest parfois possible que le composant tienne en place par son propre poids.

Les sorties devront avoir un fini de surface uni et doivent &tre exemptes de laque, de vernis, d’étain
ou de soudure en excés, de bavures, et d’autres pollutions ou détériorations, pouvant géner le bon
fonctionnement des outils de coupe ou de mise en forme, aussi bien que Iinsertion et la soudure.
(Si les sorties ne peuvent pas étre nettoyées comme il est demandé sur toute leur longueur, le fabri-
cant indiquera la zone qui ne remplit pas les conditions; un maximum de longueur de cette zone
de 1,5 mm (0,06 in) est recommandé.) La soudure doit &tre possible sans aucun traitement supplé-
mentaire des sorties.

Les sorties qui sont destinées & &tre en contact direct avec le bain de soudure ne doivent pas contenir

certains métals ou alliages tels que le zinc, le cadmium ou le laiton, un effet nuisible sur Ie
bain de soudure.

Si un composant est étudié spécialement pour Pemploi dans le§ Sirsuits ¥mprimésN\gs dimensions,
la forme et la position des sorties du composant, et les tolérance i6€%, seront telles
que ces sorties s’adapteront facilement & ’ensemble de t 3 imprimée.

b dela CEI:
S.

Pour les dimensions des trous, leur position et les
Exigences et méthodes de mesure générales con

O~

Note. — 1l est demandé de porter attention a Pexp rouvé lors de la
réunion tenue & Tokyo en 1965, qui se ré
& e référence les recommendations portées
apt 'attention des Comités cqmposants sur le
ances des entr’axes des sortieq de telle maniére

le composant
Ippropriés ou

de composants

me au para-
lantées dans
es ou autres

Dans les assemblages de circuits imprimés, on peut obtenir une densité de monfjage optimale

€n nutilisant que des composants de hauteurs compatibles entre elles. Il est évident que pour
différentes classes d’application, différentes hauteurs sont nécessaires pour satisfaire cette exigence,

~comme il est indiqué dans les exemples suivants:

a) Pour un assemblage de circuits imprimés dans un calculateur digital qui utilise des micro-
circuits montés 4 plat sur la carte, la hauteur maximale pour tous les composants sur la carte
peut étre, par exemple, soit 2,5 mm (0,10 in), soit 5 mm (0,20 in), suivant le schéma des micro-
circuits utilisés.

b) Pour un poste radio a transistor d'un modele compact, 10,5 mm (0,41 in) peuvent paraitre
particuliérement convenables.
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3.7

3.8

4.1
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d) The component may have integral mounting means other than by the terminations.
e) The component may be fixed by separate mounting devices.
S} Sometimes it is possible that the component is held in place by its own weight.

The terminations should have a smooth surface finish and be free of lacquer, wax, extraneous tin
and solder, burrs and other dirt or damage that could hamper the proper functioning of cutting
or forming tools as well as insertion and soldering operations. (In cases where terminations cannot
be as clean as required over the complete length, the manufacturer should state the zone in which the
requirements are not fulfilled; for this zone a maximum length of 1.5 mm (0.06 in) is recommended.)
Soldering should be possible without any additional surface treatment of the terminations.

Terminations liable to come into direct contact with the solder bath must not be allowed to contain

hents

eeting

vn in
3 t it is
fully their prerogatlve to define the_tolerances y \ ) i i At the

Th
(including all tolerances) s

nent

Nole. — Such information Q f i i i i if] data
sheets.

If la compon@
required for me€ha

with respect tg

s’ with printed circuits, as in Sub-clause 3.7, and is
erminations should be accurately located in the body
notches or other suitable locating means on the Hody.

Fagt

Intyoduction

Iy printed circuit assemblies, optimum packing density of components can be achieved nly

" It 1 T, n totad ¢l oe £ ey
by lusing components with consistent height dimensions—Iwill be-appreeiated—thatfor-difidrent

classes of application, different heights will be necessary to meet this requirement, as shown in the
following examples:

a) For a board assembly in a digital computer which uses microcircuits mounted flat against
the board, the maximum height for all components on the board may be, for example, either
2.5 mm (0.10 in) or 5 mm (0.20 in), according to the pattern of microcircuit used.

b) For a transistor radio of compact design, 10.5 mm (0.41 in) would appear particularly suitable.
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¢) Pour un amplificateur de télécommunications ou un assemblage de filtrage ou les trans-
formateurs et les selfs dictent la hauteur a utiliser, celle de 25 mm (0,98 in) convient proba-
blement mieux.

Définition
Hauteur maximale d’un composant

Dans Pesprit de cette publication, la hauteur maximale d’un composant est la dimension
maximale depuis la surface de la carte jusqu’a a} le sommet du composant, ou b) le sommet de
ses moyens de fixation si ceux-ci sont plus hauts, lorsque le composant est monté suivant les ins-
tructions normales de montage.

Pour les systémes enfichables, la hauteur comprend celles des deux piéces lorsqu’elles sont

.3

enfichees.

Séries de hauteurs maximales

2,5 (400 50 (63) 80 105
0,10 (0,16) 020 (0,25 0,31 0,41

16,

13,5

Les valeurs entre parenthéses sont des valeurs

Pour les valeurs au-dessus de 25 mm (0,981 mm (0,20 in)

est adoptée jusqu’a une valeur de 50 mm (2,0

D’étude d’un composant ayant ung 8 _comprise entre deux [valeurs préfé-

4 7

rentielles successives doit &trg’évitée.

hises, donnant
nt en contact

e doivent pas
;Lxx ingrédients
£s aux circuits

es a larticle 8.
afériaux utilisés pour le composant doivent étre tels qu’ils ne soignt pas conta-
més pendant le fluxage, le chauffage suivant et les opérations de|soudure. On
ue le flux ne puisse entrer dans le corps et empécher le fonctionnemgnt correct du

Pour les composants & dissipation élevée, on prendra des précautions pour leur réalisation, afin

54

5.5

o s . < i 1 + 4 + + 1 | £, $3 £ 11 1 t t A
aetenr-compteac ratemperature maxmarc-acroncuonnementpouraqueHea—earic est prevue.

(Voir les feuilles de spécifications C E I concernant les matériaux de base pour circuits imprimés.)

On devra tenir compte dans I’étude des composants des considérations pratiques (facteurs relatifs
4 I’économie de travail), par exemple, des petites stries sur le corps du composant, pour permettre
au monteur de repérer I'orientation du composant au toucher. La force d’insertion sera telle que
I'on puisse monter commodément le composant avec les doigts.

Les connexions des composants prévues pour &tre recourbées aprés insertion, afin de fixer le com-
posant & la carte, devront pouvoir &tre facilement pliées, & I'aide d’un outil dans les conditions
indiquées dans ’annexe B, sans &tre détériorées.
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4.2

4.3

5.1

5.2

53

5.4

5.5
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¢) For a telecommunications amplifier or filter assembly where transformers or inductors govern
the height to be used, 25 mm (0.98 in) would probably be more suitable.

Definition
Maximum height of a component

For the purpose of this Publication, the maximum height of a component is the maximum
distance from the surface of the mounting board to a) the top level of the component or b) the top
level of the mounting device if this is higher, when the component is mounted in accordance with
the normal mounting instructions,

For plug-in devices the height includes that of both parts when mated.

Series of maximum heights

25 (40) 50 (63) 80 10.5 13.5 165 20.0€ 250
0.10 (0.16) 0.20 (0.25) 031 0.41 0.53 0.65 07 i

Values in brackets are non-preferred values.

For values above 25 mm (0.98 in), an incremental ig adopted up to a

nlue of 50 mm (2.0 in).

<

Design of a component having a maximu values

should be avoided.

t+base act as a spacer providing a pgsitive
e portion of the base acting as the gpacer
ed board. The projections to act as spacers shoIId be

ations should be capable of withstanding the soldering conc:Ltions

at it
d the
dre should be taken that the flux cannot enter into the body and prevent

For components with high heat dissipation, precautions should be taken in the design to allow for
the_maximum working temperature for which the board will be suitable (Qpp 1LEC appnmn tions

for base materials for printed circuits.)

In the design of components, ergonomic aspects (factors relating to work economy) should be con-
sidered, e.g. the provision of small ridges on the component body to enable the assembly operator
to sense the orientation of the component by touch. The insertion force should be such that the
component can be assembled conveniently with the fingers.

Components with terminations intended to be bent after insertion, in order to secure the component
to the board, should be capable of being bent readily by a tool under the conditions shown in
Appendix B without being damaged.
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La dimension des sorties doit étre telle qu’elle s’adapte 4 un trou de diamétre nominal, spécifié dans
la Publication 326 de la CE I, paragraphe 2.2, comprenant ses tolérances associées. Les sorties
doivent étre aussi petites que possible et &tre en accord avec les exigences mécaniques et électriques
du composant et de la classe de carte imprimée (si elle est connue).

La longueur des sorties devra tenir compte des variations de tolérances d’épaisseur de la carte et
devra convenir pour une ou plusieurs épaisseurs normalisées de carte (voir la Publication 326 de
laCED.

Lorsqu’il est nécessaire, la longueur des sorties devra permettre de recourber celles-ci sur la face
opposée au composant; la longueur dépassante dépendra du diamétre du fil. Les sorties non prévues
pour étre recourbées devront dépasser suffisamment pour permettre une bonne soudure. Dans de
nombreuses applications, une longueur de dépassement de 'ordre de 1 mm (0,04 in) est acceptable.

.10

Les sorties enfichables du type non-résilient ne devront pas délami hoer les cartes
quand on enfonce le composant. (Ce type de connexion n’est Pas recomma our les cartes
imprimées a trous métallisés.)

hvant soudure,
ent de compo-

Les sorties qui sont formées de maniére & tenir les composz

mentaires, ou
tif sur la face
de chocs, etc.

du composant
distance entre

e monter des
rjlentaire. Dans
qur cette limite

dure indiqués

t des sorties (voir aussi le paragraphe 3.7) est également influencé par le fait que,
tes imprimées, on utilise généralement des pastilles.

Les dimensions des pastilles sont déterminées principalement par la grosseur des fils jou des sorties

des composants, Jeur 1orme et par les exigences de soudure.

A titre d’indication, il est donné dans le tableau I des dimensions types de pastilles pour des com-
posants prévus pour les cartes de classe normale. Les pastilles peuvent &tre plus petites ou inexis-
tantes pour des cartes de tolérance serrée ou si I’on utilise des trous métallisés.

Les distances d’isolement concernent les distances entre pastilles et non les distances entre les bords
des sorties. Les distances peuvent de plus &tre modifiées par des exigences de travail sous des condi-
tions d’environnement sévéres et dans le but d’éviter les ponts de soudure pendant les opérations
de soudure. Un guide pour le choix de la distance minimale en fonction de différentes tensions sur
les cartes imprimées est donné dans la Publication 326 de la CEI.
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The size of terminations should be such as to fit a specific hole size with associated tolerances given
in I E C Publication 326, Sub-clause 2.2. Termination sizes should be made as small as practicable
and be consistent with the mechanical and electrical requirements of the component and the class
of board (if known).

The length of the terminations should allow for permitted deviations in the board thickness and
should be suitable for one or more of the standard board thicknesses (see I E C Publication 326).

Where necessary, the length of the terminations should allow for bending over on the side opposite
the component; the length protruding should then be dependent upon the wire diameter. Termina-
tions which are not intended to be bent over should protrude sufficiently to allow making a
good solder joint. For many applications, a protruding length of the order of 1 mm (0.04 in)
would be suitable,

Plllggable terminations of the non-resilient type should not delaminate or damage the
bgard when the components are inserted. (This type of termination i nded for
priinted boards having plated-through holes.)

Tgrminations which are shaped to hold the component in place b ering,
should be capable of holding the component in the defined position and gnti ent of
the component during soldering operations (sec also Sub-clause

Heavy components should have extra separate fixing es. i nents
sh| i mpo-
nent so that the soldered joint is not strained when

The weight limits depend upon the g > e and
dimensions, environmental conditionshand g atio of/ the distance of the cenfre of
gravity from the mounting surface to the

Although general rules cannot be gwen it 3 ik ts wi ightpf7g
(0R5 oz) per termination eparate fixing eS. 3 i tions
haye to be taken into adsoun i i

In|the design minati derxing imes and temperatures referred to under Clapse 8
should be ta

Te| ay not reach soldering temperatures during mass sglder-

ing. component in contact with the terminations should aljo be
tal

Tefminati & {ly spaced as is possible without increasing the over-all comp¢nent
siz 2 98i ith the component properties.

The
bojrds, lands>a

(see also Sub-clause 3.7) is also influenced by the fact that, on printed
ormally used.

Lapd{sizes are determmed mainly by the size of component wires or terminations, by their 1hape

! Tdapsla:
ana u_y solderabilt |.)/ pavisg wirements:

Typical land sizes are given for guidance in Table I for components designed for normal class boards.
Lands may be smaller or non-existent on fine tolerance class boards or where plated-through holes
are used.

Insulating spaces are therefore related to the spaces between the lands and not to the spaces between
the edges of the terminations. The spaces may further be modified by requirements to work under
severe environmental conditions and by the requirements to prevent solder bridging during
soldering operations. Guidance for the selection of minimum conductor spacings on printed
boards for various voltage ranges is given in I E C Publication 326.
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TAaBLEAU I

Diamétre minimal de la pastille

iameétre nominal
Diametre no du trou pour les cartes de classe normale

mm

ur la conception de Pextrémité montée sur la ¢

le composant

nple, dans une
ru sur le bord
dispositifs de

gortes devront
tres composants; en particulier les paragraphes 3.5, 3.6,

hrte imprimée.

atién pour les dispositifs a sorties avec connexion en un seyl point seront
3 8viter de détériorer le joint de soudure, la pastille du conducteyr, le matériau

en déconnec-

extéxieurs, Dans la plupart des cas, il est recommandé d’utiliser une languette ou un

Les sorties avec vis de verrouillage seront prévues de telle sorte que les vis ne s

normalisée.

e
iigences.

ient pas atta-

6.3

6.3.1

6.3.2

quées par e fiux o iz sondure pendant tasoudure aw bair:

Montage des connecteurs multipoints

Comme il est recommandé aux paragraphes 3.3, 3.7 et 3.8, une polarisation doit &tre
qu’un calibrage. ’

effectuée, ainsi

Un moyen de fixation autre que celui constitué par les sorties devra étre prévu. Ceci est particuliére-
ment important pour les montages enfichables ou Pon peut rencontrer des forces d’insertion et

d’extraction élevées.
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" TABLE 1

Nominal hole diameter

Minimum land diameter
for normal class board

w

Ar

o

Ex

mm in mm in
0.6 0.024 1.8 0.071
0.8 0.031 23 0.091
1.0 0.039 2.5 0.098
1.3 0.051 2.8 0.110
1.6 0.063 3.1 U.122
2.0 0.079 3.5 0.138

when

ar or
bard.
rated

the
bes 4

hage
rmal
f an
Hard

Terminations with clamping screws should be designed so that the screws are not affected§ by

flux or solder during mass soldering.

Multipoint connection termination assemblies

As recommended in Sub-clauses 3.3, 3.7 and 3.8, polarizing should be effected and gauging
should be carried out.

Additional fixing other than that provided by the terminations should be provided. This is particu-
larly important for plug or socket assemblies where high insertion and withdrawal forces may be

experienced.
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Contacts d’extrémité de carte

La forme et les dimensions de ces contacts ainsi que 1'espace d’isolement qui les séparent dépendront
des exigences relatives aux valeurs limites de courant, a la tension de fonctionnement entre les con-
tacts adjacents et, occasionnellement, des exigences de résistance d’isolement entre les contacts.

Les valeurs limites de courant peuvent &tre modifiées pour tenir compte de I’échauffement localisé
au point de contact, du revétement métallique sur la surface du contact, ainsi que de la pression et
que d’autres caractéristiques des contacts du connecteur.

La conception des connecteurs d’extrémité de carte sera telle que les tolérances relatives a la dis-
position des contacts d’extrémité de la carte soient prises en considération. On a spécifié dans
Pannexe C les tolérances applicables aux cartes de circuits imprimés gravées de tolérance serrée.

14 inérales—voirlaPublication-326-dela CE 1

hn 1 4 alas
T OUr s TOICTantCs—glnlralrCs;— vy or—a—x

Les contacts et les encoches de positionnement ou de détrapage log t utilisées seront de

préférence sur la grille normalisée.
ions d’épais-
le la courbure
hes aux effets

seur du matériau constituant ces cartes, des variations ded’épais
s\variations,de

sement limité
de contact de

devront avoir une forme telle qte, lorsque la
pas de soulever les bords de la coyche de cuivre

connecteur est prévue élevée, il est possible de monter
mént sur la face de la carte ou d’appliquer in revétement
ht &tre soudés
‘extraction ne

raités par des

nposants.

1.2/, Les composants avec sorties ayant différentes fonctions électriques doivent étre posftionnés de la
Meme maniere dans Tembattage:
8. Soudure, soudabilité et choc thermique

Pour considérer les effets possibles des conditions de soudure sur le composant et ses sorties,
et également les exigences de soudabilité pour ces derniéres, les facteurs suivants doivent &tre notes:

a) La plus haute température et le temps le plus long pour la soudure que le composant peut
supporter d’aprés les exigences de la spécification du choc thermique de la Publication 63 de
la C E I: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
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Edge board contacts

The shape and size of edge board contacts and the insulating spaces between them will be dependent
upon the requirements of current rating, the working voltage between adjacent contacts and,
occasionally, the requirements for insulation resistance between contacts.

Current ratings may require modification to allow for localised heating at the point of contact,
plating on the contact surface and pressure and other design features of the socket contacts.

The design of edge connector sockets should be such that tolerances applicable to the pattern of
edge board contacts are taken into consideration. In Appendix C tolerances applicable to fine
tolerance class etched printed boards are given.

For_general tolerances, see I E C Publication 326.
Cq

In e axi 0 the
th k S alon e h of
en 5 Al oard

TH 3 nless
th

ntact

b the

If SSUKE 1 ignéd to be high, it is possible to fit reinfofcing
sh 3 G ace 2P suitable plating to the edge board costact.

Where reinforging shoes or soi ; they should be soldered to the circuit patterg but
shpuld be d S i aridi cket
itt ; g 2

ar¢ not transm
s (so

Cqmponénts with terminations having different electrical functions should be positioned i the

evwavin-the nacking
satpe way packing,

Soldering, solderability and heat shock

To consider the possible effects of soldering conditions upon the component and its termina-
tions as well as the requirements for solderability of the latter, the following factors should be noted:

a) The highest temperature and longest time allowed for soldering which the component is
expected to withstand according to the relevant heat shock requirements of I E C Publica-
tion 68, Basic Environmental Testing Procedures.
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b) La température la plus basse et le temps le plus court qui représentent les pires conditions de
soudure pour lesquelles les soudures des connexions devront &tre encore bonnes.
On trouvera ces conditions dans la Publication 68-2-20 de la C E I: Essai T: Soudure.

c¢) En général, les conditions pratiques de soudure pour les circuits imprimés sont comprises
entre a) et b) ci-dessus. Les conditions types pour la soudure au bain sont de 250 °C pendant
2's 2 5s. Pour la soudure au fer, une condition extréme peut &tre de 400 °C pendant 1 s.

9. Nettoyage

9.1  Nettoyage aux solvants

éthyléne. Si les

composants, ou leur marquage ne supportent pas le nettoyage aux solfants, e
sants devra attirer Pattention sur ce fait.

Note. — Des méthodes de contrdle de la résistance aux solvants sont a I'étqde poux inclusi a|Publication 326

dela CEIL
92  Nettoyage aux ultra-sons

ations cencernant 14 fréquence et
tJe nettoyage aux ultra-sons, auquel

Le fabricant du composant doit pouvoir fo
Pamplitude des vibrations, et le temps d’expoSition penda
il considére que le composant peut &tre exposé sdps/effets préjudicidbles.

v

formations sur les types de revétements protec-

1ID.  Résistance aux revétements protecteurs

Le fabricant de composants dgit-donns
teurs auxquels eut .
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b) The lowest temperature and shortest time which represent the worst soldering conditions under

which good soldered connections will result.

These conditions will be found in I E C Publication 68-2-20, Test T: Solderi_ng.

¢) In general, practical soldering conditions for printed circuits are within the range between a)
and b) above. A typical condition for mass soldering is 250 °C for between 2 s and 5 s. For iron
soldering an extreme condition may be 400 °C for 1 s.

Cleaning

Solvent cleaning

fa|

Ndte. — Methods for the checking of solvent resistance are under consideration for gdditiomnto I

U

fri
to

th

The use of solvents e ¢g_trichlorethylene should he taken into account. Where compone

nts or

hrking will not withstand solvent cleaning, the component supplier should draw at{ention|
Ct.

rmation as to which types of cg

e component will resit E

o the

g the
aning

ating



https://iecnorm.com/api/?name=d1b3b177a6a7f73071a3298e42ee856b

2

ANNEXE A

METHODES DE PLIAGE, ESSAIS DE RAIDEUR DES SORTIES
ET ESSAI D’INSERTION DES COMPOSANTS

Certaines méthodes de pliage et certains essais de raideur des sorties et d’insertion ne sont pas néces-
sairement applicables 2 tous les types de composants. Le fabricant de composants devra indiquer laquelle
de ces méthodes ou lequel de ces essais est applicable au type particulier de composants.

L.

Méthodes de pliage

On-peut—distinouertrows—tunes—de-pliage:
H-pet—eiSHRgHer P P £

a) pliage libre;
b) pliage supporté;

¢} pliage bridé.

Sur demande, le fabricant de composants devra indiquer liage applicables, les

valeurs des dimensions minimales « A » et des rayo ag

utillage de pliage

Outillage de pliage
Z L+124d

N

§ Support des fils )

| 704

=v" diamétre du fil

L—-124d

b) Pliage supporté

Outillage de pliage

L +12d
N Bridage des fils N

pas de pli

RANNY

RANNY

‘
l

> o™
|

= distance minimale admise L —%—J
r

~

rayon de pliage

Yo

L —-12d

c¢) Pliage bridé
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APPENDIX A

METHODS OF BENDING, WIRE TERMINATION STIFFNESS TESTS
AND INSERTION TEST FOR COMPONENTS

Some of the bending methods and wire termination stiffness and insertion tests are not necessarily

applicable to all types of components. The component manufacturer should state which are applicable to
the particular type of component.

L. Methods of bending

Thiaoat £ handi 1ot1 1 .
Fhreetypes—of beading canbe-distinguished

a) free bending;
b} supported bending;
¢| clamped bending.

The component manufacturer should state on request which $ypes i alues

7—7 Bender

LA

Wire support

1.2d

L—12d

b) Supported bending
Bender
L +124d z
N Wire clamp N
L = Hendidg pitch % N /
d = diameter of the wire termination
_ o . . 1

A = minimum distance allowed 7 ‘ﬁ —&%,_4

bending radius

~
I

————L — 1.2 d

c¢) Clamped bending
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2. Essais

2.1 Essais de raideur des sorties

Pour permettre la préparation et/ou le montage dans de bonnes conditions, les connexions
doivent étre suffisamment raides et droites aussi bien avant qu’aprés la préparation.

II ne doit résulter aucune déformation permanente des sorties aprés application des forces
d’essai indiquées.

a Essai a effectuer avant préparation

Blocs de bridage
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2. Tests

2.1 Wire termination stiffness tests

To make efficient preparation and/or assembly possible, the connections should be sufficiently
stiff and straight before as well as after preparation.

No permanent bending of the terminations should result from the application of the relevant
test forces.

a) Test to be applied before preparation

X
™

Clamping blocks

t~
{
[}

er-all lén

inus apprx M 2 mm (0.47 in)

=

E = approximately 6 mm (0.24 in)
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b) Essais a effectuer sur les composants préts a étre insérés
lP
W

u plan d’appui

2) Le poids additionnel P (P = deux fois le poids du composant) doit étre appliqué parallélement au plan d’appui des sorties.
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b) Tests to be applied on components ready for insertion
P
W

1) Additipnal load P (P = twice the component “wei
ends rpst.

nation

2) Additional load P (P = twice the component weight) applied parallel to the plane on which the termination ends rest.
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2.2 Essai d’insertion pour insertion automatique

Les composants qui ont leurs sorties paralléles mais non situées dans ’axe ou sur la ligne
centrale du corps du composant doivent &tre essayés comme indiqué ci-dessous.

Le composant doit supporter ’essai sans étre endommagé.

SS S—4d

R SOTONNN

La méthode d’essai est telle que le confipo

un entraxe S
qui n’est pas inférieur a celui spécifié pa

s atteigne une

‘insertion

e centrale des
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Insertion test for mechanized insertion

Components having wire terminations which are parallel to but not located in the centre line
or axis of the component body should be tested as illustrated below.

The component should withstand the test without being damaged.

L§ S—4ad §

rentre
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ANNEXE B
METHODE DE PLIAGE POUR LE PARAGRAPHE 5.5

Cette méthode de pliage n’est pas nécessairement applicable & tous les types de composants. Le
fabricant de composants devra indiquer si la méthode est applicable au type particulier de composants et,
si elle I'est, devra donner les informations suivantes:

1. La dimension maximale du trou (4) pour laquelle le composant est étudié (pour les dimensions
nominales des trous et leurs tolérances associées, voir la Publication 326 de la C E D).

2. La distance (B) de I'outil de cambrage, depuis la base du composant, lorsque I’on utilise le matériau

de base le pl]]s épais ponr |eq]]g] le composant est nrévy
X

3 L’épaisseuf minimale de la planche (C) pour laquelle le composant est

Note. — Lorsque des entretoises sont une part fonctionnelle du composant, les ditnessions

I’épaisseur de ces entretoises.
F\@
ZN\ ( Z T
( 4
O |
la &
/7
C S Outil de cambrage

S Z

\§\> Force de cambrage
%Lc jeu S est approximativement 0,2 mm (0,008 in).

iy¢nt comprendre

7

[——— oy ——|
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APPENDIX B
METHOD OF BENDING FOR SUB-CLAUSE 5.5

This method of bending is not necessarily applicable to all types of components. The component
manufacturer should state whether the method is applicable to the particular type of component and, if
it is, give the following information:

1. The maximum hole sizé (;4) for which the component is designed (for nominal hole sizes and tolerances
thereon see I E C Publication 326).

2. The distance (B) of bender from the bottom of the component when the thickest base material for
whi t1s Ape;gnpr] 1s used .

3. The minimum board thickness (C) for which the component is designed.

here spacers form a functional part of the component, the dimensions Band Cs include thethickness of the
acers.

ALY &
T
Q§>\>

Bd//’
N

ot ) e

_ Bending force.

ance S approximately 0.2 mm (0.008 in).



https://iecnorm.com/api/?name=d1b3b177a6a7f73071a3298e42ee856b

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

